
回复第二轮问询

芯导科技：在手订单1.52亿元 2014年开始与小米合作

本报记者 吴勇 见习记者 杨烨

上海芯导电子科技股份有限公司（简称“芯导科技”）日前闯关科创板获第二轮问询，涉及公司产品与技术、市场空间、主要客户、募投项目等方面问题。

芯导科技回复问询函称，公司TVS产品主要为ESD保护器件，技术门槛比较高，国内企业相对较少。 随着消费类电子的快速发展，ESD保护器件的市场空间将越来越大。 截至2021年6月末，公司在手订单的金额为1.52亿元。 其中，对小米通讯相应尚未交付的订单金额为4199.54万元。

ESD技术门槛较高

招股说明书显示，芯导科技的主营业务为功率半导体的研发与销售，主要产品包括瞬态电压抑制二极管（TVS）、MOSFET、肖特基势垒二极管（SBD）、稳压二极管（ZENER）、三极管（Transistor）等功率类器件。 报告期内（2018年至2020年），TVS产品收入占收入比重分别为79.65%、77.63%和74.13%。

芯导科技的TVS产品主要为ESD保护器件，这是最近十几年快速发展起来的一种新型TVS，在产品性能、尺寸等方面均具有较高的要求，主要应用于消费类电子领域。

这项重要产品的技术先进性和市场空间也成为上交所追问的重点，问询函要求公司回答ESD保护器产品是否均为小尺寸、高性能的ESD保护器，国内企业相对较少的原因。

对此，芯导科技回复称，国内企业相对较少主要系因技术难度高。 一般的企业不易进入功率半导体行业，进入ESD保护器件设计领域的难度相对更大。 此外，即便进入了ESD保护器件设计领域，由于ESD保护器件主要应用在以手机为主的消费类电子领域，终端手机品牌厂商和ODM厂商具有严格的终端认证体系，拓展品牌客户难度大也是制约企业进入的原因。

对于市场空间等问题，芯导科技解释称，国内企业相对较少，并不意味着ESD保护器件市场空间小。 随着消费类电子的快速发展，集成电路的线宽越来越小，集成电路的尺寸变小，降低了集成电路的功耗，同时也使得集成电路变得更加敏感和脆弱，对静电防护的需求越来越高。 由于ESD是用来避免电子设备中的敏感电路收到静电放电影响的器件，这也意味着，随着消费类电子的快速发展，ESD保护器件的市场空间将越来越大。

根据OMDIA发布的研究报告《TVS-ESD� Components� Market� Analysis� 2021》，2020年全球ESD保护器件市场规模约为10.55亿美元，预计2021年全球ESD保护器件市场规模约为11.97亿美元，2025年全球ESD保护器件市场规模将达到13.92亿美元。

据 披 露 ， 报 告 期 内 芯 导 科 技 ESD 保 护 器 件 收 入 分 别 为 22080 . 46 万 元 、 19475 . 38 万 元 和 24539 . 04 万 元 ， 毛 利 率 分 别 为 27 . 06 % 、 28 . 68 % 和 31 . 43 % 。 截 至 2021 年 6 月 末 ， 公 司 在 手 订 单 的 金 额 为 1 . 52 亿 元 。

据了解，目前其国内主要竞争对手是韦尔股份。 根据韦尔股份2019年年度报告，在TVS领域，韦尔股份在消费类市场中的出货量稳居国内第一，其2020年TVS销售额为5.03亿元。

小米通讯订单同比增长34.11%

招股说明书显示，报告期内芯导科技向前五名主要客户的销售额占当期销售总额的比例分别为60.19%、54.07%和54.18%。 其中，公司向前五大客户之一的小米通讯技术有限公司（简称“小米通讯”）销售额分别为1269.58万元、2625.79万元、3800.48万元。

第二轮问询中，芯导科技与大客户小米的合作也是关注重点。 上交所要求公司说明，公司与小米通讯的合作背景和合作情况，公司与小米通讯的在手订单情况等。

据了解，2014年上半年，小米通讯因手机业务发展需要采购ESD等功率器件产品，而在这一年初，芯导科技包括ESD在内的部分功率器件产品已在华勤、龙旗、闻泰、TCL等手机ODM厂商及品牌厂商中得到应用。 此后，双方对相关产品性能、参数进行确认，并送样及验证。 经过多批次验证后，芯导科技于2014年9月开始向小米通讯批量供货并应用到小米通讯的红米系列等手机中。

芯导科技给出的回复函称，除了ESD产品外，芯导科技的MOSFET产品、肖特基等产品也逐渐导入至小米通讯，终端产品包括红米系列（红米Note等）、MI系列（如MI11Pro、MI11Ultra等），其采购订单也从2018年开始呈逐年上升趋势。 随着双方合作程度的日益加深，双方已经成为战略性的合作伙伴。

据披露，2021年1月至6月，芯导科技对小米通讯的销售额为2216.51万元（未经审计），较去年同期增长34.11%。 截至2021年6月30日，发行人与小米通讯的在手订单情况良好，相应尚未交付的订单金额为4199.54万元。

应收账款大幅上升

值得注意的是，2019年芯导科技在营业收入下滑的同时，曾出现应收账款大幅上升的情况，也引起了上交所的关注。 问询函称，报告期内各期末，发行人应收账款分别为1592.98万元、3938.50� 万元、3936.92万元，2019年出现应收账款大幅上升而营业收入出现下滑。 对此，上交所要求芯导科技进行说明，包括应收账款与营业收入的匹配性，报告期内应收账款变动与营业收入变动趋势不一致的原因，同时披露报告期内是否存在逾期应收账款的相关情况。

对此，芯导科技表示，2019年公司营业收入同比下降4.81%、应收账款同比增长147.24%，主要原因系2019年第四季度收入比重过高所致，2019年，公司经销模式下应收账款变动趋势与当年12月经销收入变动趋势一致。

芯 导 科 技 表 示 ， 公 司 采 用 经 销 为 主 、 直 销 为 辅 的 销 售 模 式 ， 其 营 业 收 入 全 部 来 自 主 营 业 务 收 入 。 经 销 模 式 下 公 司 给 予 客 户 的 信 用 期 短 ， 回 款 快 ， 但 直 销 模 式 下 公 司 给 予 客 户 的 信 用 期 长 。 一 般 情 况 下 ， 公 司 基 于 客 户 采 购 规 模 、 既 往 合 作 情 况 和 信 用 资 质 等 因 素 考 虑 ， 会 给 予 一 些 重 要 客 户 一 定 的 信 用 期 ， 如 直 销 客 户 小 米 ， 公 司 给 予 的 信 用 期 为 票 到 月 结 90 天 。

回复函同时称，报告期内公司存在逾期的应收账款，但应收账款逾期时间相对较短，逾期时间1个月左右，且于次年1月回款。 据披露，报告期内各期末，芯导科技逾期应收账款金额分别为33.79万元、20.92万元及90.69万元，占应收账款账面余额的比例为2.02%、0.50%和2.19%。
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长光华芯称：

在高功率半导体激光芯片领域居于国内领先地位

●本报记者 吴勇

长光华芯日前闯关科创板被首轮问

询，涉及公司市场地位、产销情况、研发费

用、在建工程等方面问题。 公司表示，在高

功率半导体激光芯片领域， 公司的国内市

场占有率排第一，居于国内领先位置。

此次， 公司募集资金拟用于高功率激

光芯片、器件、模块产能扩充项目，垂直腔

面发射半导体激光器(VCSEL)及光通信激

光芯片产业化项目， 研发中心建设项目以

及补充流动资金。

市场地位受关注

在首轮问询中， 长光华芯的市场地位

受到监管机构问询。 招股书显示，公司选择

贰陆集团、朗美通、炬光科技等作为同行业

可比公司， 主要以定性的方式说明自身的

市场地位。 监管机构要求公司结合细分市

场统计数据， 进一步揭示报告期内公司自

身市场地位。

对此，长光华芯回复称，经过测算，公

司高功率半导体激光芯片在国内市场的占

有率为13.41%， 在全球市场的占有率为

3.88%。 随着激光芯片的国产化程度加深，

公司的市场占有率将进一步提升。 国内从

事高功率半导体激光芯片制造销售业务的

可比公司较少，据网站介绍，武汉锐晶从事

高功率半导体激光芯片的研发、 制造及销

售业务，并且其作为锐科激光的关联方，主

要向锐科激光销售，2020年向锐科激光的

销售收入为3930.55万元。 即使其销售的无

模块类产品全部为半导体激光芯片，在国内

市场的占有率也仅为7.43%。 因此，公司在

高功率半导体激光芯片领域的国内市场占

有率第一，居于国内领先位置。

另外，针对VCSEL及光通信芯片，公司

已建立了包含外延生长、条形刻蚀、端面镀

膜、划片裂片、特性测试、封装筛选和芯片

老化的完整工艺线， 具备相应产品的制造

能力， 并且公司已为相关客户提供VCSEL

芯片的技术开发服务， 产品工艺已得到相

关客户验证， 但截至2020年12月31日尚未

实现产品销售收入， 属于公司的 “横向扩

展” 战略。

公司VCSEL芯片主要应用于激光雷达

及3D传感消费电子领域， 根据Yole预测，

2020年，VCSEL激光器全球市场规模约为

11亿美元， 预计到2025年将增长至27亿美

元，年复合增长率达到19.67%。 而公司光通

信芯片主要应用于光通信行业， 根据IDC�

预测， 预计到2025年， 全球数据总量将从

2018年的33ZB增长到175ZB， 年复合增长

率约为26.91%。因此，公司VCSEL及光通信

芯片将成为公司未来的利润增长点之一。

深耕半导体激光行业

招股书显示，长光华芯专注于半导体激

光芯片的研发、设计及制造，主要产品包括

高功率单管系列产品、 高功率巴条系列产

品、 高效率VCSEL系列产品及光通信芯片

系列产品等。

长光华芯介绍，经过多年的研发和产业

化积累，针对半导体激光行业核心的芯片环

节，公司已建成覆盖芯片设计、外延生长、晶

圆处理工艺(光刻)、解理/镀膜、封装测试、光

纤耦合等IDM全流程工艺平台和3吋、6吋

量产线，应用于多款半导体激光芯片开发，

突破一系列关键技术，是少数研发和量产高

功率半导体激光芯片的公司之一。

分析人士表示，半导体激光器具有电光

转换效率高、体积小、可靠性高、寿命长、波

长范围广、可调制速率高等显著优点，为下

游激光器提供不同光子能量，除可以直接使

用外，亦被作为光纤激光器和固体激光器等

其他激光器最理想的泵浦源，属于其核心器

件及关键部件。

根据Laser� Focus� World预计，2021

年全球二极管激光器即半导体激光器与非

二极管激光器的收入总额为184.8亿美元，

其中半导体激光器占总收入的43%。

受益行业发展的高景气度， 报告期内

（2017年至2019年），长光华芯分别实现营

业收入9243.44万元、1.38亿元、2.47亿元；

研发投入占营业收入的比例为40.23%、

38.05%、23.16%。

应用领域广阔

长光华芯表示，当前，激光工业在全球

发展迅猛， 现在已广泛应用于激光智能制

造装备、生物医学美容、激光显示、激光雷

达、高速光通信、人工智能、机器视觉与传

感、3D识别、激光印刷、科研等领域。随着全

球智能化发展，智能设备、消费电子、新能

源等领域对激光器的需求不断增长， 以及

医疗、 美容仪器设备等新兴应用领域的持

续拓展， 全球激光器的市场规模将继续保

持稳定增长。

以生物医疗领域为例，激光器主要应用

于光谱技术、干涉技术、临床标本或组织的

检测和诊断、临床治疗与手术等方面。 而弱

激光的刺激效应具有加强局部血液循环、提

高免疫功能、调整机能、促进细胞生长、组织

修复等作用，已被广泛应用于口腔和皮肤等

方面的治疗。

根据Allied� Market� Research发布的

数据，2018年全球医疗激光市场规模为

69.47亿美元，预计到2026年将达到162.3亿

美元，年复合增长率为11.19%。 随着全球医

美经济和生物医疗技术的持续推动，将进一

步加速激光技术在生物医疗领域的深度发

展，生物医疗领域对激光器的需求将长期处

于稳定上升阶段。

当前，公司已经能为下游客户提供高性

能、高可靠性的产品，但受现有生产场地、设

备及人力资源的限制，公司目前在高功率半

导体激光芯片、器件、模块上的产能已达到

超负荷状态。 该项目建成后，将进一步满足

国内外激光市场对高功率半导体激光芯片

产品的旺盛需求，进一步提升公司产品的市

场占有率和综合发展能力。

禾迈股份：光伏贷历史违约用户

数量未出现明显不利变化

●

本报记者 董添

禾迈股份日前回复科创板上市委会议意见落实函

时称， 公司光伏贷历史违约用户数量未出现明显不利

变化，未来公司光伏贷违约用户数量出现大幅增长的

可能性较低。 此前，科创板上市委2021年第52次审议

会议通过了禾迈股份科创板首发上市申请。

出现大幅增长概率较低

公司回复意见落实函时指出， 公司光伏贷历史

违约用户数量未出现明显不利变化，2017年、2018年

是公司分布式光伏发电系统业务的推广期， 随着分

布式光伏发电系统累计销量的增长，光伏贷用户违约

数量也呈逐步增长趋势。 2019年以后，公司分布式光

伏发电系统业务收入金额极小， 光伏贷用户规模也总

体保持稳定，因此自2019年下半年起，光伏贷违约用户

数量也总体保持稳定波动趋势。

公司表示，目前，我国正逐步完善社会整体信用体系，

个人征信的不良记录对公民日常生活的不利影响逐渐增

加，违约成本较以往显著增加，公民对自身征信记录的重视

程度亦逐年增加。在此背景下，未来公司光伏贷违约用户数

量出现大幅增长的可能性较低。

针对收入确认问题，公告显示，公司光伏贷涉及的业务

为分布式光伏发电系统业务，该等业务收入确认谨慎，符合

企业会计准则的规定。 公司光伏贷业务实质为买方信贷销

售，买方信贷仅影响交易的结算方式，在履行完合同约定的

权利义务后商品所有权上主要风险和报酬已转移。 公司因

买方信贷业务而承担的终端用户信用违约风险与商品所有

权相关的风险无关， 公司在相关设备并网验收或签收时有

权向客户收取货款， 同时终端用户光伏贷信用违约风险较

低，与销售商品相关的经济利益很可能流入公司，公司为光

伏贷提供担保不影响公司相关商品的收入确认。

招股说明书显示，公司是一家以光伏逆变器等电力变

换设备及电气成套设备为主要业务的高新技术企业。 报

告期内 (2018年至2020年 )， 公司分别实现营业收入

30687.59万元、46004.52万元和49501.56万元， 归属于上

市公司股东的净利润分别为1586.02万元、8053.8万元和

10410万元， 研发投入占营业收入的比例分别为4.83%、

5.58%和5.83%。

募资巩固主业

公告显示， 本次发行募集资金总额不超过55792.39万

元（含），扣除发行费用后拟将全部用于禾迈智能制造基地

建设项目、储能逆变器产业化项目、智能成套电气设备升级

建设项目以及补充流动资金。

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务以及核心

技术展开， 项目的实施将有助于提升公司制造体系的智能

化， 丰富及优化公司的产品结构， 进一步扩大公司业务规

模，多维度地提升公司的盈利能力、研发能力，最终增强公

司的核心竞争力和市场地位。

禾迈智能制造基地建设项目拟通过新建生产中心，提

升公司生产、检测、仓储等环节的自动化及智能化程度，进

一步优化生产工艺、 提高生产效率， 扩大微型逆变器及

DTU数据采集器的生产规模；同时，本项目拟通过新建研

发中心，加大对核心产品的研发及检测，提高光伏发电系统

领域的技术研发实力、推动核心产品的技术进步。

储能逆变器产业化项目拟通过新建储能逆变器自动

化、智能化生产线，新增混合型储能逆变器、交流混合储能

逆变器产能5万台/年，并实现储能逆变器生产、检测、仓储

等环节全流程的智能化、自动化高效生产，把握相关市场机

遇，进一步提升公司的盈利能力及竞争实力。

智能成套电气设备升级建设项目拟引进先进激光切割

机、数控折弯机、气动冲床、低压及高压绕线模等生产设备，

提升公司智能开关柜在钣金加工、装配等工序的加工精度，

优化生产功能布局，提高公司制造装备水平，在确保产品质

量的同时，进一步扩大公司智能开关柜产品的生产规模。项

目达成后，公司可形成智能开关柜2200台（套）/年的生产

能力。

提示相关风险

招股说明书显示，公司主要存在行业及市场风险、经营

管理风险、技术风险、财务风险等。

报告期内，公司主要产品微型逆变器及监控设备、模块

化逆变器及其他电力变换设备、分布式光伏发电系统、电气

成套设备及元器件成本中直接材料占比均在80%以上。 公

司的主要原材料包括半导体器件及功率模块、 断路器及开

关元件等。 如果未来电子元器件等原材料价格出现大幅波

动或与主要供应商的合作发生不利变化， 而公司未能及时

采取有效措施， 则面临着原材料价格波动而引发的公司盈

利能力下降风险。

报告期内， 公司主营业务毛利率分别为31.40%、

41.75%、42%。 未来，若公司因技术创新不足、产品研发进

度缓慢导致新产品开发或现有产品的优化升级速度无法满

足市场需求或适应市场竞争环境， 则公司可能面临毛利率

下滑进而对公司盈利水平产生不利影响的风险。

应收账款坏账风险方面，2018年12月31日、2019年12

月31日和2020年12月31日，公司应收账款账面余额分别为

11558.22万元、15929.75万元和17214.03万元，报告期内应

收账款总体有所增加。 如果公司不能对应收账款实施有效

的对账和催收管理，或者客户经营情况发生重大不利变化，

导致应收账款回收较慢甚至发生坏账， 将对公司的经营状

况和业绩造成不利影响。

ESD技术门槛较高

招股说明书显示， 芯导科技的主营

业务为功率半导体的研发与销售， 主要

产品包括瞬态电压抑制二极管（TVS）、

MOSFET、肖特基势垒二极管（SBD）、

稳 压 二 极 管 （ZENER）、 三 极 管

（Transistor）等功率类器件。 报告期内

（2018年至2020年），TVS产品收入占

收 入 比 重 分 别 为 79.65% 、77.63% 和

74.13%。

芯导科技的TVS产品主要为ESD保

护器件， 这是最近十几年快速发展起来

的一种新型TVS，在产品性能、尺寸等方

面均具有较高的要求， 主要应用于消费

类电子领域。

这项重要产品的技术先进性和市场

空间也成为上交所追问的重点， 问询函

要求公司回答ESD保护器产品是否均为

小尺寸、高性能的ESD保护器，国内企业

相对较少的原因。

对此，芯导科技回复称，国内企业相

对较少主要系因技术难度高。 一般的企

业不易进入功率半导体行业， 进入ESD

保护器件设计领域的难度相对更大。 此

外，即便进入了ESD保护器件设计领域，

由于ESD保护器件主要应用在以手机为

主的消费类电子领域， 终端手机品牌厂

商和ODM厂商具有严格的终端认证体

系， 拓展品牌客户难度大也是制约企业

进入的原因。

对于市场空间等问题， 芯导科技解

释称， 国内企业相对较少， 并不意味着

ESD保护器件市场空间小。 随着消费类

电子的快速发展， 集成电路的线宽越来

越小，集成电路的尺寸变小，降低了集成

电路的功耗， 同时也使得集成电路变得

更加敏感和脆弱， 对静电防护的需求越

来越高。 由于ESD是用来避免电子设备

中的敏感电路收到静电放电影响的器

件，这也意味着，随着消费类电子的快速

发展，ESD保护器件的市场空间将越来

越大。

根 据 OMDIA 发 布 的 研 究 报 告

《TVS-ESD� Components� Market�

Analysis� 2021》，2020年全球ESD保护

器件市场规模约为10.55亿美元， 预计

2021年全球ESD保护器件市场规模约为

11.97亿美元，2025年全球ESD保护器件

市场规模将达到13.92亿美元。

据披露，报告期内芯导科技ESD保

护 器 件 收 入 分 别 为 22080.46 万 元 、

19475.38万元和24539.04万元，毛利率

分别为27.06%、28.68%和31.43%。截至

2021年6月末， 公司在手订单的金额为

1.52亿元。

据了解，目前其国内主要竞争对手是

韦尔股份。 根据韦尔股份2019年年度报

告，在TVS领域，韦尔股份在消费类市场

中的出货量稳居国内第一， 其2020年

TVS销售额为5.03亿元。

小米通讯订单同比增长34.11%

招股说明书显示，报告期内芯导科技

向前五名主要客户的销售额占当期销售

总额的比例分别为 60.19% 、54.07%和

54.18%。 其中，公司向前五大客户之一的

小米通讯技术有限公司（简称 “小米通

讯 ” ） 销售额分别为 1269.58万元 、

2625.79万元、3800.48万元。

第二轮问询中， 芯导科技与大客户

小米的合作也是关注重点。 上交所要求

公司说明， 公司与小米通讯的合作背景

和合作情况， 公司与小米通讯的在手订

单情况等。

据了解，2014年上半年，小米通讯因

手机业务发展需要采购ESD等功率器件

产品，而在这一年初，芯导科技包括ESD

在内的部分功率器件产品已在华勤、龙

旗、闻泰、TCL等手机ODM厂商及品牌厂

商 中

得 到 应

用。 此后，

双方对相关

产品性能、 参数

进行确认， 并送样及

验证。 经过多批次验证后，

芯导科技于2014年9月开始向小米通

讯批量供货并应用到小米通讯的红米

系列等手机中。

芯导科技给出的回复函称，除了ESD

产品外，芯导科技的MOSFET产品、肖特

基等产品也逐渐导入至小米通讯，终端产

品包括红米系列 （红米Note等）、MI系

列（如MI11Pro、MI11Ultra等），其采购

订单也从2018年开始呈逐年上升趋势。

随着双方合作程度的日益加深，双方已经

成为战略性的合作伙伴。

据披露，2021年1月至6月，芯导科技

对小米通讯的销售额为2216.51万元（未

经审计），较去年同期增长34.11%。 截至

2021年6月30日，发行人与小米通讯的在

手订单情况良好，相应尚未交付的订单金

额为4199.54万元。

应收账款大幅上升

值得注意的是，2019年芯导科技在

营业收入下滑的同时，曾出现应收账款大

幅上升的情况， 也引起了上交所的关注。

问询函称，报告期内各期末，发行人应收

账款分别为1592.98万元、3938.50� 万元、

3936.92万元，2019年出现应收账款大幅

上升而营业收入出现下滑。 对此，上交所

要求芯导科技进行说明，包括应收账款与

营业收入的匹配性，报告期内应收账款变

动与营业收入变动趋势不一致的原因，同

时披露报告期内是否存在逾期应收账款

的相关情况。

对此，芯导科技表示，2019年公司营

业收入同比下降4.81%、应收账款同比增

长147.24%，主要原因系2019年第四季度

收入比重过高所致，2019年，公司经销模

式下应收账款变动趋势与当年12月经销

收入变动趋势一致。

芯导科技表示， 公司采用经销为

主、直销为辅的销售模式，其营业收入

全部来自主营业务收入。 经销模式下公

司给予客户的信用期短，回款快，但直

销模式下公司给予客户的信用期长。 一

般情况下， 公司基于客户采购规模、既

往合作情况和信用资质等因素考虑，会

给予一些重要客户一定的信用期，如直

销客户小米，公司给予的信用期为票到

月结90天。

回复函同时称，报告期内公司存在逾

期的应收账款，但应收账款逾期时间相对

较短，逾期时间1个月左右，且于次年1月

回款。据披露，报告期内各期末，芯导科技

逾期应收账款金额分别为33.79万元、

20.92万元及90.69万元，占应收账款账面

余额的比例为2.02%、0.50%和2.19%。

回复第二轮问询

芯导科技：在手订单1.52亿元 2014年开始与小米合作

上海芯导电子科技股份有限公司 （简称

“芯导科技” ） 日前闯关科创板获第二轮问

询，涉及公司产品与技术、市场空间、主要

客户、募投项目等方面问题。

芯导科技回复问询函称，公司TVS

产品主要为ESD保护器件，技术门槛

比较高，国内企业相对较少。随着消

费类电子的快速发展，ESD保护器

件的市场空间将越来越大。 截至

2021年6月末，公司在手订单的金

额为1.52亿元。 其中，对小米通讯

相应尚未交付的订单金额为

4199.54万元。

●本报记者 吴勇 见习记者 杨烨
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